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	　 作为全球第三大半导体代工厂商，中芯国际的崛起之路从来就不是坦途。  

    来自业界的消息称，美国进出口银行已经做出决定，拒绝中芯国际要求提供的7.69亿美元贷款保证，以阻止中芯国际向美国应用材料公司(Applied Materials，下称应用材料)购置芯片制造设备。“至今为止，我们尚未收到任何银行有关拒绝我们贷款申请的通知。”中芯国际相关人士表示现在还不是发表评论的时候。  

    这已经是中芯国际在美国采购设备时第二次遇到难题，早在2001年初，中芯国际向应用材料订购的双电子束系统，其出口许可证就遭到刚刚上台的布什政府冻结。最后，中芯国际不得不转向瑞典定购相关设备。  

    “超级厂房”计划受阻  

    “美国进出口银行的贷款保证主要用于2006年之后的设备购买。”中芯国际有关人士称。据了解，中芯国际此次向美国进出口银行申请7.69亿美元贷款，主要用于为设在北京的5厂采购设备。这是中芯国际规划中的第二座12英寸芯片厂，主要以金属处理前晶圆制造为主，预计在2006年装机。  

    调查显示，这笔贷款的一部分还将用于采购设备以扩充其位于北京的4厂，这是国内第一家12英寸芯片代工厂，于去年9月试投产，并于当年年底正式投产。这座工厂目前产能为每月6750片12英寸晶圆，按照中芯国际的规划，到2005年底，产能将扩充到每月45000片12英寸晶圆，为此，需要大量增加设备。此外，中芯国际计划其位于北京以生产铜连接件为主的6厂也将在2005年投产，设备采购也在进行中。  

    创立于1934年的美国进出口银行是一家独立的美国政府机构，依照1945年制定的有关融资和促进美国出口的法律运作。主要职责是，通过提供一般商业渠道所不能获得的信贷支持，促进美国商品及服务的出口，增加就业。  

    中芯国际此次向美国进出口银行申请的是中长期信贷保证。按照原定计划，以花旗银行为首的一个银团将向中芯国际提供这笔贷款，但为降低风险，花旗银行提出要在中芯国际取得美国进出口银行中长期信贷保证之后，它才能发放贷款。  

    中芯国际的资料显示，中芯国际的设备采购主要来自美国市场，其主要的设备供应商为全球第一大半导体设备供应商应用材料，其芯片检测设备也主要来自美国公司KLA Tencor。其他的一些公司，如全球第二大半导体生产设备供应商东京电子也向中芯国际提供生产设备。  

    在传出贷款被拒绝之后，中芯国际曾向美国进出口银行表示，迫于无奈，中芯国际将不得不转向日本和欧洲寻求贷款并购买设备。  

    但在熟悉中芯国际的业内人士看来，如果从日本或者欧洲购买设备，中芯国际此前一直在执行的“超级厂房”计划将遭受重大打击。按照该计划，中芯国际将逐步统一各厂房的设备和工艺，以便能够协调各厂的生产能力，从而使各个厂房所生产的半导体晶圆的验证结果跟其他厂房所生产的相当，这样将提高中芯国际整体生产能力的灵活性，减少当生产工序转移到其他厂房时所发生的成本。  

    因为此前中芯国际的设备主要来自应用材料，如果现在中芯国际转而从日本或者欧洲购买设备，那么其执行的“超级厂房”计划由于不能采用相当的设备和工艺而不得不流产，这对中芯国际来说，将是一记沉重打击。  

    应用材料施压  

    “只有中国的半导体产业发展起来，应用材料公司才能找到更大的市场空间，因而，我们很乐意支持中国半导体产业的发展。”应用材料公司董事长詹姆斯-摩根此前在上海表示。  

    此次，考虑到公司利益可能受损，应用材料也采取了实际行动。2月10日，美国加州国会代表团成员向美国进出口银行发出呼吁，希望能够批准中芯国际7.69亿美元的采购贷款担保申请，以保证中芯国际从应用材料等美国公司顺利购买芯片制造设备。  

    加州正是应用材料公司的总部所在地，相信是应用材料向它所能影响的国会议员施加了压力，“目前，我们正和美国设备厂商一起为从美国进出口银行获得贷款而努力。”中芯国际有关人士表示。   

    早在1984年，应用材料就已经开始在中国进行半导体生产设备的销售，但在当时该公司的全球财务报表中，尚看不到中国的销售数字——在相当长的时间内，应用材料在中国的销售额不过100万美元，直到2000年中芯国际等中国公司大举订货之时，应用材料在中国的销售额才突破1亿美元。  

    2004年，应用材料公司在中国的销售收入达到约10亿美元，这也占应用材料公司本财年全球销售收入大约10%-15%。应用材料公司总裁兼首席执行官麦克R-斯普林特此前在上海接受采访时表示，中国的半导体设备开支将保持长期的增长，在接下来的六年时间里，中国的半导体设备开支可能会增长五至六倍。该公司甚至计划在中国建立一个半导体设备生产工厂。  

    对于中芯国际此次贷款被拒之事，美光半导体咨询(上海)有限责任公司公司事务经理徐剑萍称，“我不方便评论”。此前，业界认为中芯国际贷款受阻的主要原因，是美光科技公司(Micron)向美国政府施加了压力。美光科技是一家以生产DRAM为主的芯片制造商，在全球市场上仅次于三星和英飞凌，2003年，该公司的销售额为33亿美元。  

    然而，令人费解的是，中国市场于美光科技而言，同样具有重大利益关系，2004年，该公司全球销售额中有13%是来自中国市场的贡献。  

    美国加紧出口技术限制?  

    “主要原因还在于美国的出口技术限制。”台积电一位高层表示。就算是位于台湾的台积电，在采购美国半导体设备时，也会面临美国的技术出口约束。  

    美国政府一直对输往中国的半导体设备和技术采取严格的管制，按照美国政府目前的规定，美国限制向中国出口130纳米半导体生产设备，一些半导体测试设备也在受禁之列。  

    “瓦森那协定很难绕开。”台积电该位高层称。1993年11月16日，美国等17个成员国代表在荷兰海牙高级会议上，决定建立一个新的多边协议，并将该协议命名为瓦森那协定。这个有美国、日本等参加的瓦森那协定规定，由于半导体是军民两用产品，将被列为限制出口的名单上。  

    按照瓦森那协定，成员国每半年要向秘书处提交一份关于出口许可证的报告，列出他们批准或拒绝的项目。同时，成员国每半年可从秘书处得到三个级别的报告：一份是关于批准发放许可证的报告，包括控制清单上的号码、产品和技术的简单描述，以及批准的数量和接收国等；一份是内容相同的关于拒绝发放许可证的报告；还有一份是关于拒绝向敏感项目发放许可证的报告，要列出打算接收的国家名称。  

    中芯国际早在2001年上半年就领教过该协定的“威力”，当时新上任的布什政府冻结了克林顿政府对两个电子束系统发放的出口许可，导致中芯国际撤销其与美国应用材料公司的订货合同。  

    虽然半年后，在应用材料的努力下，一个由美国国防部、商务部和国务院代表组成的委员会复审了该出口牌照，但终未获通过，该项技术出口最终搁浅。  

    正是由于该协议的存在，中芯国际每次从应用材料公司采购设备，后者都会与国会等美国机构进行“沟通”，以便能够从政府手中获得出口许可证。  

    “这主要是因为中芯国际做大了，美国的一些公司开始觉得恐慌。”台积电该位高层指出。在他看来，随着中芯国际逐步崛起，并开始向高端的晶圆代工市场进军，中芯国际将会对IBM等美国公司产生真正的威胁，而实际上，美光科技同中芯国际并没有正面的冲突，但面对亏损的局面，美光科技为了给自己寻找托词而归罪于中芯国际。  

    在中芯国际崛起之后，宏力半导体、上海先进等中国公司都在迅速发展，在这种情况下，美国公司更多地开始倾向于对美国政府施加压力，这将使后者进一步加紧对出口的限制。 


